四新知识大纲（电子电路）
一、新产品

应对当前国内、外印制电路的新产品有所了解，主要有以下几个方面：

1.1 高密度互连积层印制板(HDI)以及IC芯片载板
1.2 集成电路基板

1.3 挠性及刚挠结合印制板

1.4埋置元件(电阻、电容、电感)多层印制板

1.5 金属芯散热印制板

1.6 特种基板材料的印制板(如耐高温印制板、聚四氟乙烯印制板、陶瓷基板印制板、复合介质印制板)

1.7 齐平电路印制板 ; 埋、盲孔多层印制板

1.8 光电印制板

二、新工艺

主要新的工艺有以下几个方面：
2.1 加成法制造工艺
2.2 积层法生产工艺

2.3 挠性及刚挠板生产工艺

2.4 埋置元件生产工艺

2.5 埋、盲孔板生产工艺

三、新技术

主要新技术有以下几个方面：

3.1 激光钻孔技术

3.2 真空层压技术

3.3  V型槽切割技术

3.4  直接电镀技术

3.5  阻焊油墨垂帘涂布技术，自动(静电)喷涂技术

3.6  阻焊油墨塞孔技术

3.7  导电浆贯孔技术

3.8  OSP(有机预焊涂覆技术)

3.9  化学镀Ni/Au技术

3.10 化学镀Ag、化学镀Sn技术、化学镀Pd技术

3.11 平行光曝光技术

3.12 电沉积光致抗蚀剂技术

3.13 等离子体凹蚀技术

3.14 新检测技术，如：通用针床检测技术、飞针检测技术、自动光学检测(AOI)技术

3.15 埋、盲孔技术

3.16 薄型基材加工技术

3.17 高板厚孔径比的小孔电镀技术

3.18 印制板特性阻抗控制技术

3.19 脉冲电镀技术

3.20 新型无甲醛化学镀铜工艺

3.21 激光直接成像技术（LDI）
四、新材料
新材料主要有以下几种：
4.1  高尺寸稳定性的基板

4.2  具有(Uv)遮蔽性的基板

4.3  RCC(涂树脂)铜箔
4.4  超薄铜箔

4.5  高平整度基材

4.6  高耐热性基材

4.7  低介电常数的基材(如PTFE、PPO、BT等)
4.8 金属基的基板材料

4.9 金属芯基板材料

4.10 陶瓷基板材料

4.11 环保型基板材料

4.12 挠性阻焊油墨材料

